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安徽晶赛科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

一、投资者关系活动类别 

□特定对象调研 

□业绩说明会 

□媒体采访 

√现场参观 

□新闻发布会 

√分析师会议 

□路演活动  

□其他（网络会议） 

二、投资者关系活动情况 

活动时间：2024年 2 月 1日下午 15:30-17:00 

活动地点：合肥市经济技术开发区云谷路 2569号公司会议室 

参与单位及人员：东方财富证券研究所 

上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书侯雪女士 

三、投资者关系活动主要内容 

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 



问题 1、请说明一下公司的业务分类？ 

答复：公司的主要业务为石英晶振的生产研发销售及封装材料的生产研发销售。 

其中石英晶振产品可分为有源晶振和无源晶振两大类，无源晶振包括兆赫兹级石

英谐振器、千赫兹级的音叉晶振、热敏晶振等；有源晶振包括普通振荡器、温补振荡

器、差分振荡器、实时时钟晶振（RTC）等。 

封装材料产品主要包括石英晶振需要使用的可伐环、上盖、外壳等，及少量其他

电子元器件用封装材料。 

问题2、晶振业务方面，有源晶振和无源晶振的占比约为多少，下游应用分别包括

哪些？ 

答复：目前公司有源晶振收入占公司晶振业务收入比重约 8%左右，其余为无源晶

振。无源晶振的应用范围较广，广泛应用于移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、

家用电器等领域，是一种基础的频率元器件。有源晶振与无源晶振的应用场景亦有重

叠，其中如温补振荡器主要应用于对频率精准度要求较高的 GPS 定位、基站、手机等

领域，差分振荡器主要应由于光模块等应用领域。 

问题 3、请介绍下公司与芯片设计公司的合作模式。 

答复：芯片设计公司会将设计好的芯片方案出售给终端的应用客户端，由于芯片

需要与配套线路中的石英晶振等电子元器件配合方能实现相应功能，芯片设计公司在

设计的过程中会将需要配套使用的晶振产品做好参数匹配，并将通过匹配的晶振品牌

记录在方案中，通常下游的终端客户在采用该方案时会使用芯片方案中标注的品牌元

器件。 

问题4、目前晶振行业的竞争格局，公司产能利用率，产品价格是否有触底反弹迹

象？ 

从全球晶振市场来看，目前日系品牌仍主导车规等高端领域的产品应用市场，台

系品牌在高端消费类领域占据主导地位，中国大陆的厂商正在从中低端消费类市场往



高端消费类市场进军的过程中。 

目前公司晶振产品产能利用率约 80%，产品价格相对稳定，暂无明显的回升迹象，

公司将通过改善产品结构、提高高端产品占比等方式改善盈利能力。 

问题 5、公司光刻设备使用情况和后续的相关拓展 

公司光刻设备目前主要用于生产音叉晶振的晶片，小尺寸晶振（1612 型号以下）

及超高频晶振（一般指 100MHZ以上）的晶片亦需要使用光刻技术制造。 

四、备查文件目录 

《安徽晶赛科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。 

 

 

 

安徽晶赛科技股份有限公司 

董事会       

2024年 2 月 2日 

 


